
技術セッション

□ 講 演 概 要 □
第１講演　システムレベルのESD試験規格の課題と対応

電子機器は帯電人体からのESDに対する耐性を確保するため、システムレベルのESD試験を実施する。ESD試験の国
際規格IEC 61000-4-2（民生・産業）及びISO 10605（自動車・自動車部品）は近年改正が行われたが、ESD試験特有
の課題が多く積み起こされている。これら課題の具体的事象を整理し、試験運用における解決策を模索する。また
ESD試験は、デバイスレベルからシステムレベルまで一貫した対応が求められており、この部分の課題も整理する。

電子デバイス製造工程において、静電気帯電を起因とした不良・不具合問題がある。当初は人体帯電（HBM）が主
要な原因であったが、最近ではデバイスの帯電（CDM）、電子基板の帯電（CBE）、ケーブルの帯電（CDE）やそ
の他の要因により、様々な工程で問題が出ている。
本講では、静電気対策の基本と半導体後工程における代表的な対策案を紹介する。また、LSI製造技術が進展しチッ
プレット技術の採用に伴い、更なる対策（±30V以下）が必要に成るため、静電気（電位）測定の基本について計
測器を用いた簡単な実演を行い、分かりやすく説明する。

株式会社ノイズ研究所　石田 武志 氏
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電子機器の小型化・高速化・高性能化は留まることはないが、これを支えているのは、半導体とそれ
を取り巻くPCBなどの実装技術の微細化などの現場の技術力である。一方、電子デバイス・機器の小
型化に伴い、ESDからの耐性確保は更に難しくなってきている。
本セッションでは、半導体の製造現場から実装に伴うトラブル事例と課題を確認し、その解決策など
を紹介する。また設計における ESD保護の手法とデバイスレベル、システムレベルの ESD試験の課
題と対応策を学ぶ。

受講者レベル EMC試験の技術者、電子機器の設計技術者、製造現場の担当者

受講者レベル EMC試験の技術者、電子機器の設計技術者

【講演目次】
1）ESDの現象
2）ESD試験規格概要
3）未解決課題
4）課題に対するアプローチ

1）静電気とは（電荷量・静電容量・電位）
2）静電気の発生のプロセス（摩擦・剥離・誘導）
3）静電気問題のプロセス（発生・蓄積・放電）
4）イオナイザーの評価（CPM：チャージドプレートモニタ）
5）半導体後工程における代表的な静電気対策事例
6）電位測定の基本と実演（電界計・ACFB表面電位計・DCFB表面電位計・接触型表面電位計）

※技術講習会のお知らせ／関連部署等へご回覧をお願いします。

9：30～11：00

第２講演　電子デバイス製造工程での静電気対策の
基本と半導体後工程における対策

シシド静電気株式会社 営業本部 技術営業上席顧問　山口 晋一 氏

【講演目次】

11：00～12：30

デバイスレベルとシステムレベルのESD、
設計/製造/組立/試験の現場の課題と対策

［チェアパーソン］株式会社ノイズ研究所　石田 武志 氏
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□ 講 演 概 要 □
第３講演　基板実装工程および製品組立工程における

ESD起因の不具合とその対策

半導体は、微細化・高集積化の進展に伴い、静電耐圧が低下している。そのため、半導体を含む電子部品を基板へ
実装する基板実装工程や、半導体が実装された基板を取り扱う製品組立工程において、歩留り低下要因の一つとし
てESDによる故障事例が多数報告されている。また、ESDによりダメージを受けた半導体が、製造工程内の検査で
検出されず、市場で故障として顕在化する事例も報告されている。
本講では、基板実装工程および製品組立工程におけるESDによる不具合と、その対策事例について説明する。

株式会社東芝 総合研究所 生産技術センター 実装プロセス技術研究部　板垣 達也 氏

【講演目次】
1）背景と課題認識
2）現象の評価・測定手法
3）不具合事例と対策①：基板実装工程
4）不具合事例と対策②：製品組立工程
5）半導体破壊防止に向けた管理体制と教育の取り組み

13：10～14：40

第４講演　製品・製造現場での『ESD保護設計』

半導体は取扱い・実装時等のESD（デバイスレベル）対策として内部保護回路を設けているが、これは完成品での
ストレスの大きなESD（システムレベル）からの保護を想定していない。システムレベルESDから半導体を保護す
るためには、外付け対策部品（TVSなど）による対策が必要となる。一方、製造現場においても基板・モジュール
などの中間体を取扱う機会が増えている。このような中間体で発生するESDストレスも半導体の内部保護回路で保
護できない場合が多い。
本講では効果的な製品のESD保護設計事例を紹介すると共に、製造現場のESDに対してもESD保護設計が重要であ
ることを説明する。

阪和電子工業株式会社 開発部　徳永 英晃 氏

【講演目次】
1）静電気／ESD課題に関して
2）デバイスレベルESD／システムレベルESD
3）製品のESD保護設計
4）製造現場の「ESD保護設計」
5）阪和電子工業の 『静電気ソリューション』

15：00～16：30

受講者レベル EMC試験の技術者、電子機器の設計技術者、製造技術者、製造現場の担当者

受講者レベル EMC試験の技術者、電子機器の設計技術者、製造技術者


